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以 800 VDC 架構
因應資料中心電力輸送的挑戰

Jeff Morroni

隨著伺服器與人工智慧 (AI) 市場的快速成長，每組機櫃的能耗需求正從 100kW 攀升至超過 1MW。此能耗增長迫
使設計人員必須從根本上重新構想整個資料中心的供電路徑，從電網端直到處理器閘極。

雖然 48V 供電架構在數年前被視為「下一個重大挑戰」，但若將 48V 配電系統用於 1MW 機櫃，將需要近 450 磅
的銅材來維持配電損耗，無論在重量或成本上都難以持續。如今，TI 的電源管理與感測技術已能實現高達 800V 
的直流架構。這就是我們與 NVIDIA 在 800 VDC 分布式生態系統上合作的原因，以幫助進一步擴展計算性能和電
力輸送。

800VDC 配電

800 VDC 配電和電源轉換是未來 AI 資料中心供電架構的核心。氮化鎵 (GaN) 等技術可實現這些系統的高功率密
度與轉換效率。

此外，要確保 800 VDC 系統的安全運作，需要具備電壓感測、保護電路和安全隔離。800 VDC 高電壓系統架構
需要固態繼電器、800V 熱插拔、用於備援電池模組與中央電池組的高精度電池監控器、隔離式閘極驅動器、隔離
式電流感測器和電壓感測器等產品和技術。

此類系統架構能為資料中心提供高可靠性、高能源效率的電力分配方案。
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新一代 AI 處理器

除了 800 VDC 配電系統外，要提升 48V 與處理器供電層級的功率密度與熱管理效能，還需要更多創新技術。從
根本上說，雖然功耗需求不斷增加，但機櫃與托盤的尺寸並未隨之增大。因此電源解決方案必須朝更高密度與更
高效率的方向發展。

TI 的 100V 中電壓 GaN 技術可協助支援 48V 朝更高效率與密度的趨勢，實現更高整合度、更高效率，並縮小整
體解決方案尺寸。我們整合式 GaN 解決方案簡化了以往較複雜、高密度與高效率的中間匯流排轉換器架構。

要處理當今系統超過 1,000A 的電流需求，必須採用高頻多相處理器供電方案。TI 的高性能雙極性互補金屬氧化
物半導體 (CMOS) 雙擴散 MOS (DMOS) 電源製程技術，可實現更精簡的多相處理器供電設計。在此領域，TI 正
與 NVIDIA 密切合作，共同定義下一代多相解決方案的需求，以支援 >1MW 的機櫃發展趨勢。

結論

隨著技術演進與需求日益複雜，TI 與 NVIDIA 的合作將為未來系統提供整合式高性能解決方案，結合世界級的能
源與 AI 專業知識，推動真正具有變革性的技術進步。

其他資源
• 進一步了解我們的資料中心與企業運算解決方案。
• 觀看我們的「資料中心供電：從電網到閘極」影片。
• 查看 Nvidia 的部落格文章「NVIDIA 800 VDC 架構將為下一代 AI 工廠供電」。

註冊商標

所有商標皆屬於其各自所有者之財產。
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